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Abstract (en)
Method permitting simultaneous fabrication, by electroforming, of a cavity and the integrated parts (partitions, membranes, rods, etc...) which it
contains Onto a core (4) whose external surface reproduces the internal surface of the cavity to be made and in which are hollowed out holes
corresponding to the integrated parts to be made in the cavity, are deposited successively an adhering sub-layer, a sub-layer conductive under high
frequency, and a copper layer. The core (4) which can consist of several elements (40, 41, 42) is disengaged from the cavity by simple extraction
in the case of the elements whose position and shape thus permit (41, 42), and by dissolving in the case of the other elements (40). Application to
microwave cavities. <IMAGE>

Abstract (fr)
Procédé permettant de fabriquer en une seule fois, par électroformage, une cavité et les pièces intégrantes (cloisons, iris, tiges, etc ...) qu'elle
contient. Sur un noyau (4) dont la surface externe reproduit la surface interne de la cavité à réaliser et dans lequel sont creusés des trous
correspondant aux pièces intégrantes à réaliser dans la cavité, sont déposées successivement une sous-couche d'adhérence, une sous-couche
conductrice en haute fréquence, et une couche de cuivre. Le noyau (4) qui peut être constitué de plusieurs éléments (40, 41, 42) est dégagé de
la cavité par simple extraction pour les éléments dont la position et la forme le permettent (41, 42), par dissolution pour les autres éléments (40).
Application aux cavités hyperfréquences.
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